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标准化

的原则

1995年5月，IPC技术行动执行委员会(TAEC)采用了该“标准化的原则”作为IPC致

力标准化的指引原则。

标准应该

·表达可制造性设计(DFM)与为环

境设计(DFE)的关系

·最小化上市时间

·使用简单的(简化的)语言

·只涉及技术规范

·聚焦于最终产品的性能

·提供有关应用和问题的反馈系统以利将来改进

标准不应该

·抑制创新

·增加上市时间

·拒人于门外

·增加周期时间

·告诉你如何作某件事

·包含任何禁不住推敲

的数据

特别说明 IPC标准和出版物，通过消除制造商与客户之间的误解，推动产品的可交换性和产品的

改进，协助买家进行选择并以最短的延迟时间获得满足其特殊需要的适当的产品，以

实现为公众利益服务的宗旨。这些标准和出版物的存在，即不应当有任何考虑排斥IPC

会员或非会员制造或销售不符合这些标准和出版物要求的产品，也不应当排斥那些

IPC会员以外无论是国内还是国际的公众自愿采用。

IPC提供的标准和出版物是推荐性的，不考虑其采用是否涉及有关文献、材料或工艺

的专利。IPC既不会对任何专利所有者承担任何义务，也不会对任何采用这些推荐性标

准和出版物的团体承担任何义务。使用者对于一切专利侵权的指控承担全部辩护的责

任。

IPC关于

规范修订

变更的⽴

场声明

使用和执行IPC的出版物完全出于自愿并且成为用户与供应商关系的一部分，这是IPC

技术行动执行委员会的立场。当某个IPC出版物升级以及修订版面世时，TAEC的意

见是，除非由合同要求，这种新的修订版作为现行版的一部分来使用的关系不是自动

产生的。TAEC推荐使用最新版本。 1998年10月6日起执行

为什么要

付费购买

本⽂件？

您购买本标准是在为今后的新标准开发和行业标准升级作贡献。标准让制造商、用

户、供应商更好地相互理解。标准会帮助制造商建立满足行业规范的工艺，获得更高

的效率，向用户提供更低的成本。

IPC每年投入数十万美元支持IPC的志愿者在标准和出版物上的开发。草案稿需要多遍

审查，委员会的专家们要花费数百小时进行评审和开发。IPC员工要出席和参加委员

会的活动，打印排版，以及完成所有必要的手续以达到A�SI(美国国家标准学会)认

证要求。

IPC的会费一直保持在低位以使尽可能多的公司加入。因此，有必要用标准和出版物

的收入补偿会费收入。IPC会员可以得到50%的折扣价格。如果贵公司需要购买IPC标

准和出版物，为什么不加入会员得到这个实惠，并同时享有IPC会员的其他好处呢？

有关IPC会员的其他信息，请浏览www.ipc.org，或致电001-847-597-2872。

感谢您的继续支持。

©2017版权归伊利诺斯州班诺克本市的IPC所有。 依据《国际版权公约》及《泛美版权公约》保留所有权利。任何

未经版权所有者的事先书面同意而对本资料进行的复印扫描或其它复制行为被严格禁止并构成《美国版权法》意义

下的侵权。
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used by permission.
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